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Fundicion y Soldadura ME58B

BRAZING Y SOLDERING




Brazing o Soldadura Fuerte

Brazing filler metal .003" thick{.076mm)
Uso de un metal de relleno

Versatil, ductil
Materiales distintos
— ferrosos o no ferrosos
— Punto de fusién diferente

Temperaturas bajas Metallurgical bonding at interfaces
Rara vez se mecaniza
1. Broad heat to base melals

No derrite metal base
Enlace quimico superficie-relleno
Efecto capilar de unién



Tamano y espesor del conjunto

BRAZING

-------

Tamano pequefio y mediano por
aplicacion de calor.

Espesor importante.

Resistente en elementos gruesos
(13mm).

Resistente en junturas tipo T.

Mas resistente a mayor superficie.



Procedimiento

BRAZING

e Mantener cierta holgura
(—0.04mm)

e Superficies limpias para efecto
capilar

e Recubrimiento antioxidante

e Posicionar las piezas

e Calentar y hacer fluir el material m

e Quitar compuesto antioxidante y
escamas de oxidos




Materiales de relleno

BRAZING

e Puntos de fusion
e Composicion quimica

— Compatibilidad

— No forma compuestos
perjudiciales

e Polvos
e Pastas
e Alambres, laminas y varillas




Soldering o Soldadura Blanda

* Aleacion aportada a la union con punto de
punto de fusidn menor a 450°C.




Ventajas

SOLDERING

 Poca energia requerida.

e Control preciso en cantidad de material de
aporte.

e Variedad en métodos de calentamiento.
o Automatizacion facil y economica.

* Aleaciones de los materiales de aporte
pueden ser seleccionadas segun

- __atmosfera.




DisenNo de uniones

SOLDERING

e Aumentar resistencia mecanica:

Tornillo o remache

Unidn de soldadura
blanda

(a) ()

Unidn de soldadura Unidn de soldadwra

hlanda blands: ’(* Aprelado de coneclores

Entrelazado mecdnico en uniones soldadas en blando para aumentar la resistencia: (a) engargolado
sellado plano: (b) unién con tornillo o remache; (¢) ajustes en conductos le cobre (unidn ecilindriea sobrepuesta) v
(d) apretado (formado) de conectores de unidn cilindrica sobrepuesta.
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DisenNo de uniones

SOLDERING

* Uniones para fines eléctricos:

Unidn can soldadura

blanda Orificio a través de una chapa

4

Tablaro da CP J -+— fAlambre Tablero da CP
(a) (b)
Lindn da saldadura
Alambra — Alslamianto blanda
Tarminal

— Lnign de soldadura
{c) blanda (d)

Técnicas para asegurar la unidén mediante medios mecinicos antes de la soldadura blanda en conexiones

g =

i eléetricas: (a) alambre de plomo apretado en el tablero de PC, (b) orificio enchapado en tablero de PC para

maximizar la superficie de contacto de la soldadura blanda (¢) alambre enganchado en terminal plana v (d)

alambres trenzados.
T r" Ty



Preparacion

SOLDERING

e La adherencia de la aleacion y el metal
depende de la limpieza entre estos.

« Existen dos metodos principalmente:
— Mecanicos
— Quimicos




Tipo de aleaciones

SOLDERING

e Aleaciones Estano Plata

— Apta para todos los metales habituales
exceptuando Aluminio y sus aleaciones.

— Costo mayor que las demas.
— Temperatura maxima de utilizacion de 175°C.

— Principales usos:
« Conduccion de agua caliente
« Joyeria

e Conduccidon de agua potable
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Tipo de aleaciones

SOLDERING

* Aleaciones Estano Cobre
— Temperatura maxima de utilizacion de 110°C.

— Principales usos:
e Conduccidon de agua

 Aleaciones Estano Plomo

— Mas utilizada en el pasado por su bajo punto
de fusion.




Tipo de aleaciones

SOLDERING

e QOtras aleaciones:

Temperatura de

Metal de aporte Eﬂc;::]i?ﬁ,:;;an fusion a[;"rér::ximada 'ﬁﬂ.ﬁ;‘:}iggg;
_F'I-::mn-plata 95 Pb, 4 Ag (350) Unicnes a temperatura
elevada
Estafio-antimonio 95 3n, 5 Sk (238) Flomeria y calefaccion
Estano-plomo 63 Sn, 37 PD (183) Electrénica
60 Sn, 40 Ph (188) Flecironica
505 n, 50 Fb (199) Fropdsito genaral
40 Sn, 60 Pb (207) Radiadores de
aulomoviles
Estano-plata 95 5n, 4 Ag (221) Envases de alimentos
Estafio-zinc ai Sil, 9 211 {199) Lniones de aluminio




Fundentes

SOLDERING

 Fundirse a temperatura de fundicion
nlanda.

 Remover peliculas de oxido y manchas en
superficies.

e Evitar la oxidacion durante el
calentamiento.

e Dejar un residuo que no sea corrosivo ni
~ conductivo.




Fundentes

SOLDERING

e Organicos:

— Resina (resina natural) o ingredientes
solubles en agua (alcoholes, acidos
organicos).

— Conexiones electricas y electronicas

 Inorganicos:

— Acidos inorgénicos (combinaciones de
cloruros de zinc y amonio).

-~ — Fundente rapido y activo.




